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前言

近年有关表面组装技术（SMT）的书多起来了，各种教材、译著、专著等已有数十种之多，这是我
国SMT产业兴旺发达的重要标志之一。
不过，目前已经面世的SMT书籍，来自产业第一线技术人员原创的还不多见，相当一部分其内容大多
来源于译著和国内外技术刊物、会议论文和技术培训等资料的梳理、归纳和整理，作为SMT教育培训
和入门级学习，发挥了很大作用，但是这些以技术普及为特征的著作，对于目前业界产业转型、技术
升级等越来越高的要求，就显得捉襟见肘了。
从1985年起，我国的SMT产业经历了初期的小规模技术引进、消化吸收和学习探索；早期的技术积累
和产业逐步走向规模化；继而在世纪之交进入中期的快速发展，产业规模急剧扩张，从业人员大量增
加，技术人员供不应求，产能迅速扩大，成为电子制造“世界工厂”；之后开始步入调整充实阶段，
并经历了百年不遇的世界经济危机的洗礼，产业蓄势待发；现在可以说已经迎来了产业转型，发展模
式创新，由SMT大国向强国跨越式发展的历史新阶段。
在这个阶段，学术界需要深入研究，企业界需要技术提高，非常需要来自产业一线的、经过真刀真枪
检验的技术专著。
不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。
SMT先进国家发展的历史经验值得注意。
在规模化电子产业半个多世纪的发展中，日本电子产品以高品质著称于世，称雄全球几十年，迄今不
衰，靠的是什么？
靠的是他们对技术的精益求精，靠的是他们对行业的锲而不舍，靠的是他们对技术细节的精雕细刻，
靠的是他们工作经验的日积月累，靠的是他们对高品质追求的孜孜不倦。
产业转型、实现由大到强的跨越，不可不向日本人学习。
不管高科技低科技，只要产业需要，认认真真钻研它，兢兢业业做好它，老老实实积累经验教训，力
争少犯或不犯同样的错误，是日本企业一贯的做法，也是最容易学的一个“秘籍”。
很多收集案例的日本技术书籍，可能在有些人眼里是没有什么学术水平的“雕虫小技”，但是解决实
际问题，业界需要更多这样的适用、实用并且管用的著作。
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内容概要

本书分上下两篇。
上篇汇集了表面组装技术的54项核心工艺，从工程应用的角度，全面、系统地对smt的应用原理进行解
析和说明，对深刻理解其工艺原理、指导实际生产有很大帮助：下篇精选了103个典型案例，较全面地
讲解了实际生产中遇到的、由各种因素引起的工艺问题，对处理生产现场问题、提高组装的可靠性具
有较强的指导、借鉴作用。
    本书形式新颖，内容全面，重点突出，是一本不可多得的应用指导工具书，适合有一定经验的电子
装联工程师使用，也可作为大专院校电子装联专业学生的参考书。
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章节摘录
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编辑推荐

《SMT核心工艺解析与案例分析》：20多年SMI行业经验54项核心工艺103个典型案例
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